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子会社の設立および事業譲受に関する契約締結のお知らせ 

 

当社は、Cookson Group Plc. （英国）のグループ会社である Cookson Singapore Pte. Ltd. （以下、

「Cookson 社」）より、同社が営む封止材事業を譲り受けるため、当社 100％出資子会社である Panasonic 

Electric Works Electronic Materials Singapore Pte.Ltd.（以下、「PEWEMSG」）を設立し、PEWEMSGは、 

本日、当該事業に関する事業譲受に関する契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．事業譲受の理由 

 需要拡大が見込めるパワー半導体用封止材市場への販売力強化と東南アジア地域での生産能力の増強、 

相互の販路活用による販売シナジー効果を目的として、シンガポールで封止材事業を営むCookson社より 

当該事業を譲り受けることといたしました。 

 

２．設立する子会社の概要 

（１）名称                      Panasonic Electric Works Electronic Materials Singapore Pte.Ltd. 

（２）所在地 12 Joo Koon Road Singapore 

（３）代表者 木村 規久男 

（４）事業内容 電子材料の製造・販売 

（５）資本金 5.7百万米ドル 

（６）設立年月日 2010年 10月28日 

（７）大株主 当社 100％ 

 

３．事業譲受の概要 

（１）譲受事業の内容 Cookson社における半導体用封止材の製造・販売 

（２）資産譲受の契約締結日 2010年 11月1日 

（３）譲受事業の売上高 8.6百万米ドル（2009年 12月期） 

（４）譲り受ける資産の内容 Cookson 社が営む半導体用封止材に関する事業にかかわる全資産（現金お

よび債権債務は除く）および関連の商標権 
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４．相手先の概要 

（１）名称 Cookson Singapore Pte. Ltd. 

（２）所在地 1 Marina Boulevard, #28-00, Singapore 

（３）代表者の役職氏名 Rick Reagan 

（４）事業内容 半導体パッケージング材料の製造・販売 

（５）資本金 33.15百万シンガポールドル 

（６）設立年月日 1996年 7月25日 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 （７）上場会社と当該会社の関係 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

５．日程 

 2010年 10月28日 PEWEMSG設立 

 2010年 11月           1 日 事業譲受に関する契約締結 

 2010年 11月30日 事業譲受日（予定） 

 

６．会計処理の概要 

本件は、企業結合会計基準上の処理を行うことを予定しており、のれんが発生することが見込まれますが、

のれんの会計処理が与える影響は軽微なものと見込まれます。 

 

７．業績に与える影響 

本件に伴う連結業績に及ぼす影響は軽微である見込みであります。 

 

以 上 
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